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本申请实施例提供了一种散热组件、其制备

方法以及电子设备，其中散热组件可以包括导热

基底、金属基底层、散热片以及位于散热片与金

属基底层之间的导热介质。导热基底具有第一表

面以及与第一表面相互背离的第二表面。金属基

底层形成于第一表面。散热片与金属基底层间隔

设置，散热片与金属基底层位于导热基底的同

侧。制备时先在导热基底的第一表面形成金属基

底层；将散热片焊接于金属基底层后在散热片与

金属基底层之间设置导热介质。本申请提供的散

热组件、其制备方法以及电子设备，可以直接与

散热设备贴合传导热量，通过导热介质直接传递

至散热片向外散失，传热效率更高，更利于散热。

同时还可以降低散热组件的厚度，利于电子设备

的轻薄化。
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1.一种散热组件，其特征在于，包括：

导热基底，所述导热基底具有第一表面以及与所述第一表面相互背离的第二表面；

金属基底层，所述金属基底层形成于所述第一表面；

散热片，所述散热片与所述金属基底层间隔设置，所述散热片与所述金属基底层位于

所述导热基底的同侧；以及

导热介质，所述导热介质位于所述散热片与所述金属基底层之间。

2.根据权利要求1所述的散热组件，其特征在于，所述散热组件还包括围沿部，所述围

沿部连接于所述散热片的边缘，且所述围沿部与所述金属基底层或所述导热基底连接，所

述散热片、所述金属基底层以及所述围沿部围成介质腔，所述导热介质设置于所述介质腔

内。

3.根据权利要求1所述的散热组件，其特征在于，所述金属基底层由金属原料以涂覆的

方式形成于所述第一表面。

4.根据权利要求3所述的散热组件，其特征在于，所述金属基底层由金属原料以喷涂的

方式形成于所述第一表面。

5.根据权利要求1所述的散热组件，其特征在于，所述金属基底层为铜层。

6.根据权利要求1-5任一项所述的散热组件，其特征在于，所述金属基底层的厚度小于

或等于0.1mm。

7.根据权利要求1-5任一项所述的散热组件，其特征在于，所述散热组件还包括固定

部，所述固定部连接于所述导热基底的边缘，所述固定部与所述导热基底之间形成用于容

纳散热设备的容纳空间。

8.根据权利要求1-5任一项所述的散热组件，其特征在于，所述散热组件还包括支撑

柱，所述支撑柱设置于所述介质腔内，且所述支撑柱连接于所述金属基底层以及所述散热

片之间。

9.根据权利要求8所述的散热组件，其特征在于，所述支撑柱上形成有毛细结构。

10.根据权利要求1-5任一项所述的散热组件，其特征在于，所述散热组件还包括毛细

结构层，所述毛细结构层设置于所述散热片以及所述金属基底层之间。

11.根据权利要求10所述的散热组件，其特征在于，所述毛细结构层为金属编织网。

12.如权利要求1所述的散热组件的制备方法，其特征在于，包括：

于所述导热基底的第一表面形成金属基底层；

将所述散热片与所述金属基底层相对设置，并在所述散热片与所述金属基底层之间设

置导热介质。

13.根据权利要求12所述的方法，其特征在于，所述将所述散热片与所述金属基底层相

对设置，并在所述散热片与所述金属基底层之间设置导热介质，包括：

将所述散热片焊接于所述金属基底层，并在所述散热片和所述金属基底层之间形成介

质腔；

向所述介质腔内注入所述导热介质，密封所述介质腔。

14.根据权利要求13所述的方法，其特征在于，所述将所述散热片焊接于所述金属基底

层之前，还包括：

在所述散热片朝向所述金属基底层的表面形成支撑柱。

权　利　要　求　书 1/2 页

2

CN 110012643 A

2



15.根据权利要求14所述的方法，其特征在于，所述将所述散热片焊接于所述金属基底

层之前，还包括：

在所述支撑柱上形成毛细结构。

16.一种散热组件，其特征在于，包括：

导热基底，所述导热基底设有第一表面以及与所述第一表面相互背离的第二表面；

固定部，所述固定部连接于所述导热基底的边缘，且所述固定部与所述导热基底之间

形成用于容纳散热设备的容纳空间；

散热片，所述散热片与所述第一表面间隔设置；

围沿部，所述围沿部连接于所述散热片以及所述导热基底之间，所述散热片、所述围沿

部以及所述导热基底之间围成介质腔，所述介质腔内设置有导热介质。

17.一种电子设备，其特征在于，包括：

壳体；

散热设备，所述散热设备装配于所述壳体内；

如权利要求1-11任一项或权利要求16所述的散热组件，所述散热组件设置于所述壳体

内，所述第二表面与所述散热设备贴合，且所述散热片与所述壳体贴合。

18.根据权利要求17所述的电子设备，其特征在于，所述壳体设置有电源仓，所述散热

设备为电源，所述电源设于所述电源仓内，所述散热组件装设于所述壳体，所述导热基底至

少部分覆盖所述电源仓，且所述第二表面与所述电源贴合。
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散热组件、其制备方法以及电子设备

技术领域

[0001] 本申请涉及电子设备散热技术领域，具体涉及一种散热组件、其制备方法以及电

子设备。

背景技术

[0002] 电子设备的电源或者其他电子器件在工作时会产生大量的热量，带来电子设备的

整体温度升高，当温度急剧升高时，存在自燃风险。现在的一些电子设备在温度升高后都会

自动采取部分降低功耗的措施，这导致电子设备的运行效率下降，导致电子设备变得卡顿；

同时用户握持电子设备时会有烫手情形。

发明内容

[0003] 本申请的目的在于提供一种散热组件、其制备方法以及电子设备，其可以提高电

子设备的散热效率。

[0004] 第一方面，本申请实施例提供了一种散热组件，包括导热基底、金属基底层、散热

片以及导热介质。导热基底具有第一表面以及与第一表面相互背离的第二表面。金属基底

层形成于第一表面。散热片与金属基底层间隔设置，散热片与金属基底层位于导热基底的

同侧，导热介质位于散热片与金属基底层之间。

[0005] 第二方面，本申请实施例提供了一种上述的散热组件的制备方法，包括于导热基

底的第一表面形成金属基底层；将散热片与金属基底层相对设置，并在散热片与金属基底

层之间设置导热介质。

[0006] 第三方面，本申请实施例提供了一种散热组件，包括导热基底、固定部、散热片以

及围沿部，导热基底设有第一表面以及与第一表面相互背离的第二表面；固定部连接于导

热基底的边缘，且固定部与导热基底之间形成用于容纳散热设备的容纳空间；散热片与第

一表面间隔设置；围沿部连接于散热片以及导热基底之间，散热片、围沿部以及导热基底之

间围成介质腔，介质腔内设置有导热介质。

[0007] 第四方面，本申请实施例提供了一种电子设备，包括壳体、散热设备以及上述的散

热组件，散热设备装配于壳体内；散热组件设置于壳体内，第二表面与散热设备贴合，且散

热片与壳体贴合。

[0008] 本申请提供的散热组件、其制备方法以及电子设备，导热基底可以直接与散热设

备贴合传导热量，通过导热介质直接传递至散热片向外散失，传热效率更高，更利于散热。

同时还可以降低散热组件的厚度，利于电子设备的轻薄化。

[0009] 本申请的这些方面或其他方面在以下实施例的描述中会更加简明易懂。

附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使

用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于
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本领域技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附

图。

[0011] 图1是本申请实施例提供的一种散热组件的结构示意图；

[0012] 图2是图1中的散热组件的拆分结构示意图；

[0013] 图3是本申请实施例提供的又一种散热组件的结构示意图；

[0014] 图4是本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图；

[0015] 图5是图4中沿AA线的剖面结构图。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本申请保护的范围。

[0017] 随着电子设备(例如移动终端)的快速发展，电子设备的耗电量也逐渐增大，随之，

电子设备在工作过程中产生的热量也较大。以电源为例，现有的散热组件，通过粘胶固定的

方式固定于电源的中框片上，散热过程中，电源产生的热量经过中框片、粘胶后传递至散热

组件，散热效率低，同时整体装配后散热组件的厚度较大，需要电子设备在厚度方向上预留

较大的空间，导致电子设备的厚度偏大。因此，发明人提出了本申请实施例中的散热组件、

其制备方法以及电子设备。下面将结合附图具体描述本申请的各实施例。

[0018] 参阅图1以及图2，本实施例提供一种散热组件100，包括导热基底110、金属基底层

120、散热片130以及位于散热片130与金属基底层120之间的导热介质140。其中金属基底层

120设置于导热基底110上，散热片130与金属基底层120相对设置。

[0019] 请参阅图2，导热基底110具有第一表面111以及与第一表面111相互背离的第二表

面112，其中第二表面112用于与散热设备进行贴合，用以将散热设备上产生的热量传导至

导热基底110上。需要说明的是，此处的散热设备是指电子设备中的各类型发热元件，例如

电源、主板、处理器、存储器等等。因此第二表面112可以设置成平整的平面或者设置成与发

热元件的表面配合的形式，例如设置成曲面，这样在使用时，第二表面112可以与散热设备

完全贴合，提高第二表面112与散热设备的接触面积，提高导热基底110的导热效率。

[0020] 导热基底110可以设置成片状，其中，导热基底110可以由金属材料制成，例如导热

基底110可以是钢片、铜片、铝片等热传导效率高的金属片制成，也可以由其他的金属或者

合金制备而成。在一些实施方式中，导热基底110也可以由传热效率高的陶瓷等材料制成。

可以理解，导热基底110上还可以设置通孔形成镂空状，这样便于与各类型的散热设备进行

适配。

[0021] 金属基底层120形成于第一表面111，其中金属基底层120是指由金属材料直接在

第一表面111形成的层状结构，其与导热基底110直接连接。金属基底层120例如可以通过涂

覆的方式形成于第一表面111，其中涂覆是指使用金属原料直接附着于第一表面111。涂覆

的方式形成的金属基底层120厚度极为均匀，同时金属原料可以形成致密的层状，利于快速

导热。可以理解，金属原料可以是金属粉末，例如金属基底层120为铜层，铜粉末例如可以是

平均粒径为30nm的超细铜粉。铜的导热效率极高，且成本较为便宜，是较为优良的导热材
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料，另外铜粉的质量相对铝等其他金属较重，在涂覆时也更易形成致密的层状。可以理解，

金属原料也可以是铝、金、银、铂、铁等。

[0022] 在一些实施方式中，金属基底层120可以通过喷涂的方式形成于第一表面111，喷

涂是指利用喷枪或者雾化器等工具，借助于压力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴，施涂

于被涂物表面的涂装方法。可分为空气喷涂、无空气喷涂、静电喷涂以及上述基本喷涂形式

的各种派生的方式，如大流量低压力雾化喷涂、热喷涂、自动喷涂、多组喷涂等。相比于其他

的涂覆方式，喷涂过程中，金属原料以颗粒状沉积于第一表面111，因此形成的金属基底层

120更为致密，即金属基底层120的密度更大，颗粒状的金属原料之间的空隙小，空隙中含有

的空气量相应也少，由于空气的传热系数小于金属的传热系数，因此形成的金属基底层120

的总传热系数更大，更利于传导热量。同时，喷涂的方式更利于控制形成的金属基底层120

的厚度。当然，可以理解，在其他的一些实施方式中，也可以采用辊涂等方式在第一表面111

形成金属基底层120。并且，在形成金属基底层120时，金属基底层120可以完全覆盖第一表

面111或者部分覆盖第一表面111。

[0023] 金属基底层120的厚度越薄，越有利于将热量从导热基底110传递至导热介质140，

同时，整个散热组件100的厚度更小，便于节省安装空间。在一些实施方式中，金属基底层

120的厚度可以小于或等于0.1mm，该厚度的金属基底层120在制备时，例如在通过喷涂方式

制备时，喷涂的堆积厚度适中，可以使得金属基底层120与第一表面111的结合力更均匀，保

证金属基底层120不会出现脱落情形，同时该厚度显著低于市售的金属片(例如铜片)的厚

度，可以明显降低散热组件100的厚度。可以理解的是，金属基底层120的厚度也可以大于

0.1mm。

[0024] 散热片130与金属基底层120间隔设置，且散热片130与金属基底层120位于导热基

底110的同侧。导热介质140设置于散热片130与金属基底层120之间，其中，散热片130用于

将从金属基底层120、导热介质140传导的热量向外散失。例如：在应用于电子设备时，散热

片130可以与电子设备的外壳直接接触进行散热。

[0025] 散热片130可以是金属片(例如钢片、铜片、铝片等)、陶瓷片或者由其他的具有热

传递功能的材料制成。在一些实施方式中，散热片130可以采用与金属基底层120相同的材

料制成，这样利于与金属基底层120之间焊接连接。

[0026] 在一些实施方式中，散热组件100还包括可选的围沿部150，围沿部150连接于散热

片130的边缘，并且可以焊接于金属基底层120，使得散热片130、围沿部150以及金属基底层

120之间围成介质腔121，介质腔121用于容纳导热介质140。可以理解，介质腔121为封闭的

腔体，可以用于容纳液态的导热介质140，并可以防止液态的导热介质140外漏，其中液态介

质可以是水或者其他液态流体。在其他的一些实施方式中，导热介质140也可以是固态介

质，此时，可以不设置围沿部150，直接将导热介质140设置于金属导热层与散热片130之间

即可，固态的导热介质140例如可以是石墨。相比于固态介质，液态介质的比热容通常更大，

例如水的比热容很大，即使电子设备产生的热量较多，也不会造成导热介质140急剧升至高

温，可以有效避免电子设备的运行效率下降。在一些实施方式中，在注入液态的导热介质

140时，可以对介质腔121内进行抽真空处理，以防止介质腔121内产生气泡，避免其中的气

体受热膨胀将散热片130挤压变形。

[0027] 围沿部150与散热片130可以通过焊接连接或者由板材一体弯折或冲压成型，这样
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保证围沿部150与散热片130之间无缝隙产生，围沿部150可以通过焊接的方式连接于金属

基底层120。在一些实施方式中，围沿部150焊接于金属基底层120时，可以预留开口，待导热

介质140注入介质腔121后再焊接封闭开口。

[0028] 散热片130与金属基底层120之间的间距决定了整个介质腔121的体积，即决定了

导热介质140的体积，当散热片130与金属基底层120之间的间距较厚时，导热介质140的体

积更大，散热效果更好，但相应的会增大整个散热组件100的厚度。因此，在一些实施方式

中，散热片130与金属基底层120之间的间距可以设置为0.5mm-5mm。在该间距内，散热效果

较佳且不会造成厚度过大，且易于加工。可以理解，散热片130与金属基底层120之间的间距

也可以小于0.5mm或者大于5mm。

[0029] 在一些实施方式中，散热组件100还可以包括固定部160，固定部160可以连接于导

热基底110的边缘并且朝向远离散热片130的一侧伸出，形成用于容纳散热设备的容纳空间

190，通过设置固定部160，固定部160也可以与散热设备的表面进行接触传热，提高与散热

设备的接触面积以及传输效果。此外，当散热设备装配于电子设备内的中框或者其他结构

时，导热基底110以及固定部160完全贴附在散热设备表面，同时导热基底110和固定部160

也可以固定于电子设备的中框，对散热设备还可以起到固定的作用，防止散热设备晃动。可

以理解，固定部160可以选用与导热基底110相同材料制成，并可以与导热基底110一体弯折

或冲压成型。

[0030] 在一些实施方式中，散热组件100还可以包括支撑柱170，支撑柱170设于散热片

130与金属基底层120之间，支撑柱170连接于散热片130并支撑在金属基底层120上，可以对

散热片130起到支撑作用，防止介质腔121变形。支撑柱170可以采用与散热片130相同的材

质制成，并可以预先与散热片130连接在一起，例如通过焊接的方式连接于散热片130的朝

向金属基底层120的一侧表面。在一些实施方式中，支撑柱170也可以通过在散热片130上进

行蚀刻形成。可以理解，支撑柱170可以是一个或多个，当支撑柱170为多个时，多个支撑柱

170可以间隔均匀分布。

[0031] 在一些实施方式中，散热片130和金属基底层120之间还可以设置毛细结构层180，

毛细结构层180的设置，可以供受热出现气化现象的导热介质再凝结液化，并将热量从高温

区域传导至低温区域。毛细结构层180可以设置成金属网的形式，例如采用铜制的金属网。

在一些实施方式中，毛细结构层180可以形成于支撑柱170上，即连接于支撑柱170，这样设

置，便于预先固定毛细结构层180。此外，毛细结构层180也可以支撑于金属基底层120或者

散热片130上，同时毛细结构层180也可以连接于围沿部150形成固定。

[0032] 使用液态导热介质140的散热组件100的工作原理是：导热基底110从散热设备上

吸收热量传递至金属基底层120，介质腔121内的导热介质140受热气化，气化的导热介质

140遇到相对低温的散热片130或者介质腔121内的毛细结构层180时凝结，热量被传递至散

热片130或毛细结构层180，最终经散热片130散出。由于导热介质140的比热容较大，散热设

备产生的热量不会使整个散热组件100的温度急剧升高，因此用户使用时不会感觉到过烫，

也避免了电子设备主动降耗引起运行效率下降。

[0033] 本实施例同时还提供上述的散热组件100的制备方法，包括以下步骤：

[0034] 于所述导热基底110的第一表面111形成金属基底层120。承前述，形成金属基底层

120的方式可以采用涂覆、例如喷涂的方式进行。
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[0035] 将所述散热片130焊接于所述金属基底层120，并在所述散热片130与所述金属基

底层120之间设置导热介质140。

[0036] 可以理解，当导热介质140为固形导热介质140时，可以直接将散热片130以及导热

介质140依次设置于金属基底层120上。

[0037] 当导热介质140为液态时，可以采用以下方式：

[0038] 选择合适的散热片130，例如与金属基底层120材料相同的散热片130，形成围沿部

150，围沿部150以及散热片130可以由片材一体冲压或弯折成型。在一些实施方式中，还可

以在散热片130朝向金属基底层120的表面形成支撑柱170，支撑柱170可以通过蚀刻的方式

形成于散热片130。支撑柱170的高度与预先设计的介质腔121匹配，以使支撑柱170能支撑

于金属基底层120。在一些实施方式中，还可以将毛细结构层180烧结于支撑柱170。

[0039] 将所述散热片130焊接于所述金属基底层120，并在所述散热片130和所述金属基

底层120之间形成介质腔121。焊接时，可以在散热片130上连接围沿部150，通过将围沿部

150焊接至金属基底层120。介质腔121可以预留一抽气孔，注入导热介质140之前，从抽气孔

对介质腔121抽真空，然后快速注入导热介质140，然后封闭抽气孔形成密封的介质腔121，

在封闭抽气孔之前，还可以再进行一次抽真空处理，增大介质腔121内的真空度，真空度越

大，导热介质140在受热时的气化现象会更明显，利于热量快速转移至散热片130。

[0040] 本实施例还提供一种散热组件100a，参阅图3，包括导热基底110、固定部160、散热

片130以及围沿部150。其中，所述导热基底110以及固定部160的结构可参阅前述内容，导热

基底110设有第一表面111以及与所述第一表面111相互背离的第二表面112。固定部160连

接于所述导热基底110的边缘，且所述固定部160与所述导热基底110之间形成用于容纳散

热设备的容纳空间190，导热基底110的第二表面112用于直接与散热设备进行接触传热，不

需要使用粘胶。同时，固定部160也可以用于与散热设备贴合导热。使用时，导热基底110以

及固定部160均可以用于固定整个散热组件100a。

[0041] 所述散热片130与所述第一表面111间隔设置，所述围沿部150连接于所述散热片

130以及所述导热基底110之间，所述散热片130、所述围沿部150以及所述导热基底110之间

围成介质腔121，所述介质腔121内设置有导热介质140。相比于前述的散热组件100，散热组

件100不设置金属基底层120，直接由散热片130与导热基底110之间形成介质腔121，同样可

以起到将散热设备的热量快速传导散失的作用。

[0042] 参阅图4，本实施例还提供一种电子设备10，电子设备10包括壳体20，一个或多个

散热设备30以及上述的散热组件100，其中散热设备30设置于壳体20内部，散热设备30例如

为电源，也可以是主板、处理器等。

[0043] 请一并参阅图4和图5，本实施例中，散热设备30为电源，壳体20内设置有电源仓

21，电源仓21的尺寸略大于散热设备30，以便于散热设备30的装配。散热组件100装配于壳

体20的电源仓21内，散热组件100装配于壳体20，且导热基底110至少部分覆盖电源仓21，可

以理解的是，此处的覆盖是指导热基底110至少部分的遮蔽电源仓21，以使装设于电源仓21

内的电源不外露。散热组件100可以通过粘接、卡接等方式装配于壳体20。请再次参与图5，

固定部160伸入电源仓21内并可以与散热设备30相互贴合，固定部160与壳体20间隙配合以

便于装配。可以理解的是，在一些实施方式中，固定部160以及散热设备30可以相互卡紧实

现固定，这样整个散热组件100可以不需设置其他的固定结构。当取消固定部160时，则可以
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直接将导热基底110固定于壳体20。

[0044] 导热基底110的第二表面112与散热设备30贴合，以传导散热设备30的热量。可以

理解，第二表面112可以完全与散热设备30贴合，也可以部分的与散热设备30贴合。在一些

实施方式中，固定部160也可以与散热设备30贴合，以提高散热设备30的热传导面积。

[0045] 散热片130与壳体20相互贴合，可以理解，散热片130可以全部或部分与壳体20相

互贴合，并且在散热片130与壳体20之间还可以设置其他的元件进行传热。以使散热片130

的热量可以快速经壳体20向外散失，同时散热片130与壳体20间无间隙，可以降低电子设备

10的厚度。

[0046] 采用上述散热组件100的电子设备10，由于散热组件100的厚度小，因此壳体20内

部无需在厚度上预留较大空间，电子设备10可以设计得更为轻薄。同时由于散热组件100中

不需要使用粘胶，降低了热阻，使得热量传递效率更高，可以理解，电子设备10中的散热组

件100也可以替换为散热组件100a。

[0047] 本申请中的电子设备10可以为移动电话或智能电话(例如，基于i  Phone  TM，基于

Andro  i  d  TM的电话)，便携式游戏设备(例如N  i  ntendo  DS  TM，P  l  ayStat  i  on 

Portab  l  e  TM，Gameboy  Advance  TM，i  Phone  TM)、膝上型电脑、PDA、便携式互联网设备、

音乐播放器以及数据存储设备，其他手持设备以及诸如手表、耳机、吊坠、耳机等，电子设备

10还可以为其他的可穿戴设备(例如，诸如电子眼镜、电子衣服、电子手镯、电子项链、电子

纹身、电子设备10或智能手表的头戴式设备(HMD))。

[0048] 电子设备10还可以是多个电子设备10中的任何一个，多个电子设备10包括但不限

于蜂窝电话、智能电话、其他无线通信设备、个人数字助理、音频播放器、其他媒体播放器、

音乐记录器、录像机、照相机、其他媒体记录器、收音机、医疗设备、车辆运输仪器、计算器、

可编程遥控器、寻呼机、膝上型计算机、台式计算机、打印机、上网本电脑、个人数字助理

(PDA)、便携式多媒体播放器(PMP)、运动图像专家组(MPEG-1或MPEG-2)音频层3(MP3)播放

器，便携式医疗设备以及数码相机及其组合。

[0049] 以上所述仅为本申请的优选实施例而已，并不用于限制本申请，对于本领域的技

术人员来说，本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内，所作的任何修

改、等同替换、改进等，均应包含在本申请的保护范围之内。
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